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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月12日(2011.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微小構造体を有する微小電気機械式装置であって、
　前記微小構造体は、絶縁表面上に設けられた下部電極層と、該下部電極層上に設けられ
た充填材料層と、該充填材料層上に設けられた前記下部電極層と対向する上部電極層と、
該上部電極層上に設けられた構造層と、を有し、
　前記構造層は、前記下部電極層に向かう方向又は前記下部電極層から遠ざかる方向に可
動する構造を有し、
　前記充填材料層は、該充填材料層の表面に達する空孔が設けられた絶縁性材料を有する
ことを特徴とする微小電気機械式装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記充填材料層はブロックコポリマーにより形成されていることを特徴とする微小電気
機械式装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記第２の充填材料層の空隙率は２０％以上８０％以下であることを特徴とする微小電
気機械式装置。
【請求項４】
　絶縁表面上に下部電極層を形成し、
　前記下部電極層上に複数種の材料からなる第１の充填材料層を形成し、
　前記第１の充填材料層上に上部電極層を形成し、
　前記上部電極層上に構造層を形成し、
　前記第１の充填材料層を構成する材料のいずれかをエッチングにより除去することで、
多孔質の第２の充填材料層を形成することを特徴とする微小電気機械式装置の作製方法。
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【請求項５】
　絶縁表面上に下部電極層を形成し、
　前記下部電極層上にブロックコポリマーからなる膜を全面に形成し、
　前記ブロックコポリマーからなる膜上に金属マスクを選択的に形成し、
　前記金属マスクを用いて前記ブロックコポリマーからなる膜をエッチングして複数種の
材料からなる第１の充填材料層を形成し、
　前記第１の充填材料層上に上部電極層を形成し、
　前記上部電極層上に構造層を形成し、
　前記第１の充填材料層を構成する材料のいずれかをエッチングにより除去することで、
多孔質の第２の充填材料層を形成することを特徴とする微小電気機械式装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５において、
　前記第２の充填材料層の空隙率は２０％以上８０％以下であることを特徴とする微小電
気機械式装置の作製方法。
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